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Abstract Of EPO 535491 

The invention relates to a process for producing electrically conductive connections between 



conductor tracks which are arranged on the surface of a rigid printed circuit board which is used as a 
carrier and conductor tracks which are arranged on the surface of a flexible film which is used as a 
carrier, the conductor tracks having soldering surfaces in the region of the connections to be 
produced, at least one of two opposite soldering surfaces being coated with solder plate or solder, 
and the opposite soldering surfaces being soldered to one another by the use of heat and, possibly, 
pressure. 
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© Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Herstel- 
len elektrisch leitender Verbindungen zwischen Lei- 
terbahnen, die auf der Oberflache einer als Trager 
dienenden starren Leiterplatte angeordnet sind und 
Leiterbahnen, die auf der Oberflache einer als Tra- 
ger dienenden biegsamen Folie angeordnet sind, 
wobei die Leiterbahnen im Bereich der herzustellen- 
den Verbindungen Lotflachen aufweisen, mindestens 
eine von zwei gegenuberliegenden Lotflachen mit 
Lotplatte Oder Lot beschichtet ist und die gegen- 
Oberliegenden Lotflachen unter Anwendung von 
Warme und gegebenenfalls Druck miteinander verlo- 
tet werden. 
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Technisches Gebiet 

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Her- 
stellen elektrisch leitender Verbindungen zwischen 
Anschlussflachen einer flexiblen Leiterplatte und 
Anschlussflachen einer starren Leiterplatte, bei 
dem an den einander zugekehrten Anschlussfla- 
chen LotflSchen ausgebildet, die Leiterplatten mit 
ihren Lotflachen zueinander ausgerichtet und unter 
Zwischenlage eines wSrmehSrtenden Klebers 
durch Anwendung von Warme und Druck miteinan- 
der verbunden werden. 

Zugrundellegender Stand der Technik 

Zur Herstellung einer Verbindung zwischen ei- 
ner starren und einer flexiblen Leiterplatte unter 
elektrischer Verbindung von auf den Leiterplatten 
angeordneten Leiterbahnen ist das sogenannte 
"Starrflex M -Verfahren bekannt, bei dem ein flexibler 
Tracer fOr Leiterbahnen, "Flex" genannt, auf einem 
Teil seiner LMnge vollstandig in den als starrer 
Trager dienenden Leiterplattenverbund eingebun- 
den bzw. eingebettet ist. Die Herstellung einer sol- 
chen Verbindung kann nur zugleich mit der Her- 
stellung des starren Tragers, der beispielsweise als 
Sandwichplatte ausgebildet sein kann, erfolgen. Ein 
solches Verfahren erlaubt es nicht, an dem einmal 
hergestellten starren Trager wechselnde flexible 
Trager anzuordnen um etwa wechselnde Schal- 
tungsanordnungen zu ermoglichen. 

Weiterhin ist es bekannt, den flexiblen Trager 
als "Jumper" auszubilden. In diesem Fall erhalten 
die auf dem flexiblen Trager angeordneten Leiter- 
bahnen stiftformige Oder hakenformige Verlange- 
rungen. Diese Verlangerungen werden in HUlsen 
eingefuhrt die sich in den starren Tracer erstrecken 
und in den HUlsen verlotet. Die hierbei erforderli- 
che Verwendung von sich durch die Starke des 
starren Tragers hindurch erstreckenden elektrisch 
leitenden Bauteilen begrenzt jedoch in empfindli- 
chem Masse die Moglichkeit, auf beiden Seiten der 
starren Leiterplatte Leiterbahnen und BestUckungen 
anzuordnen. Es ist auch nicht moglich gegenUber- 
liegend auf beiden Seiten der Leiterplatte Verbin- 
dungen anzuordnen und es ist nich moglich, die 
der BestUckungs- und Verbindungsseite gegen- 
Uberliegende Seite der Leiterplatte im Bereich der 
Verbindungen vollstandig mit elektrisch leitendem 
Material zu kaschieren. Wegen der fUr die HUlsen 
erforderiichen Bohrungen ist die Verwendung von 
keramischem Material fUr die starre Leiterplatte 
nicht oder nur unter grossten Schwierigkeiten mog- 
lich. 

Die JP-A-1-54 797 (Patent Abstracts of Japan 
E-773, 15,. Juni 1989, Bd. 13/Nr. 259) betrifft einen 
Trager mit einer vielschichtigen Verbindung. Insbe- 
sondere ist darin ein Trager in Form einer starren 



Leiterplatte beschrieben, die auf einer Seite mit 
einer Isolierschicht aus Polyimid abgedeckt sist. 
Die Isolierschicht enthSlt im Bereich von Leiterbah- 
nen Locher fUr die Ausbildung von L6tanschl0ssen. 

5 Diese LotanschlUsse werden dadurch gebildet. 
dass auf die mit der Isolierschicht mit den Lochern 
bedeckte Seite des Tracers zunSchst eine Chrom- 
schicht und dann eine Nickel-Kupferlegierung auf- 
getragen wird. Anschliessend werden diese Schich- 

10 ten in der Weise weggeStzt, dass die L6cher mit 
aus diesen Schichten gebildeten LotanschlUssen 
gefUllt sind, die aus der Oberflache der Isolier- 
schicht herausragen. 

Dieses Patent bezieht sich aussschliesslich auf 

75 ein speziellen Verfahren zur Ausbildung von L6tan- 
schlUssen an einer Leiterplatte, nicht aber auf die 
Herstellung von Lotverbindungen zwischen den An- 
schlUssen einer flexiblen Leiterplatte und einer star- 
ren Leiterplatte. 

20 

Offenbarung der Erfindung 

Aufgabe der Erfindung ist ein Verfahren zur 
Herstellung einer Verbindung zwischen den Leiter- 

25 bahnen einer starren Leiterplatte und einer als flexi- 
ble Folie ausgebildeten Leiterplatte. Die Herstellung 
des starren und des flexiblen Teiles soli getrennt 
voneinander durchfUhrbar sein, um durch Zusam- 
menfUgen verschiedenartig ausgebildeter Teile 

30 wechselnde schaltungstechnische und bauliche An- 
forderungen erfUllen zu konnen. Die Verbindung 
soil sich auf einfache Weise herstellen lassen und 
sowohl in elektrischer als auch mechanischer Hin- 
sicht hohen Anforderungen an die Zuverlassigkeit 

35 genUgen. Weiterhin soil die Herstellung der Verbin- 
dungen ohne Durchkontaktieren der Leiterplatten, 
insbesondere der starren Leiterplatte, durchfUhrbar 
sein um deren beiderseitige BestUckung zu erleich- 
tern und die ganzflachige Kaschierung der starren 

40 Leiterplatte mit einem elektrisch leitenden Material 
zu ermoglichen. Schliesslich soli das Verfahren zur 
Herstellung von Verbindungen auch an kerami- 
schen Leiterplatten ohne Schwierigkeiten anwend- 
bar sein. 

45 Erfindungsgemass werden diese Aufgaben 

durch ein Verfahren der eingangs genannten Art 
gelost bei dem 

die starre Leiterplatte im Bereich ausserhalb 
der Lotflachen mit einer den Lotfluss verhindern- 

50 den Deckschicht abgedeckt wird und die Lotfla- 
chen dadurch in der Oberflache der starren Leiter- 
platte versenkt angeordnet werden, und 

die flexible Leiterplatte im Bereich ausserhalb 
der Lotflachen mit einer den Lotfluss verhindern- 

55 den Deckschicht abgedeckt wird und die Lotfla- 
chen aus der Oberflache der Deckschicht herausra- 
gend ausgebildet werden. 
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Ausgestattungen der Erfindung sind Gegen- 
stand der UnteransprUche. 

Ein AusfOhrungsbeispiel der Erfindung ist 
nachstehend unter Bezugnahme auf die zugehori- 
gen Zeichnungen naher erlautert. 

Kurze Beschreibung der Zeichnungen 

Fig. 1 ist eine vereinfachte perspektivische 
Aufsicht auf eine nach dem Verfahren 
gemSss der Erfindung hergestellte 
Verbindung. 

Fig. 2 zeigt als Einzelheit aus Fig. 1 Teilab- 
schnitte zweier Leiterplatten vor dem 
Herstellen der Verbindung. 

Bevorzugte AusfUhrung der Erfindung 

In Fig. 1 ist ein erster Trager, eine starre 
Leiterplatt, mit 1 bezeichnet. Die starre Leiterplatte 
kann aus einem der Qblicherweise verwendeten 
Meterialien bestehen, beispielsweise aus glasfaser- 
verstarktem Kunststoff, aber auch aus einem kera- 
mischen Material. Die als flexibler Trager dienende 
Leiterplatte 2, die auch "Flex" genannt wird, kann 
eine aus einem thermostabilen Polimid bestehende 
Folie sein (z.B. Kapton der Fa. Du Pont). Die Leiter- 
bahnen 3 befinden sich in der zeichnerischen Dar- 
stellung der Fig. 1 innerhalb der flexiblen Leiterplat- 
te 2 und sind im in der Zeichnung dargestellten 
Endbereich der Leiterplatte 2 von deren Unterseite 
her zuganglich. Die auf der starren Leiterplatte 1 
befindlichen Leiterbahnen sind in Fig. 1 nicht dar- 
gestellt. Die einzelnen in ihrer jeweiligen Gesamt- 
heit mit 4 bezeichneten Verbindungen sowie das 
Verfahren zu ihrer Herstellung werden im folgenden 
anhand von Fig. 2 naher beschrieben. 

Im unteren Teil der Fig. 2 befindet sich auf der 
ausschnittsweise dargestellten starren Leiterplatte 1 
eine Leiterbahn 5 an die sich elektrisch mit ihr 
verbunden eine Lotplatte 6 anschliesst. Leiterbahn 
5 und Lotplatte 6 bestehen aus Kupfer. Sie sind in 
Ublicherweise, z.B. durch Atzen hergestellt und 
konnen, wenn gewunscht, unterschiedliche Starken 
haben. Zumindest die Lotflache 6 ist verzinnt oder 
mit einer aus der SMD-Technik bekannten Lotpaste 
beschichtet. 

Auf der oberen Flache der starren Leiterplatte 
1 befindet sich eine den Lotfluss behindernde 
Deckfolie 7. Die Deckfolie 7 ist so geformt, dass 
sie die Flotflache 6 von oben freizuganglich lasst 
wahrend sie die Leiterbahn 5 abdeckt. Anstelle der 
den Lotfluss verhindernden Deckfolie 7 kann auch 
eine entsprechend ausgebildete Beschichtung aus 
einem Lotstopplack verwendet werden. Die Ober- 
flache der Lotflache 6 Jiegt geringfugig tiefer als 
die Oberflache der den Lotfluss verhindernden 
Deckfolie 7. 



Im oberen Teil der Fig. 2 befindet sich unter 
der als flexible Leiterplatte 2 dienenden Folie eine 
aus Kupfer bestehende Leiterbahn 3, die schmaler 
ausgebildet sein kann als in der Zeichnung darge- 

5 stellt. Unterhalb der Leiterbahn 3 befindet sich, mit 
dieser verbunden, eine Lotflache 8. Die Ldtflache 8 
besitzt eine hohlzylindrische Gestalt und weist eine 
grossere Hone bzw. Starke auf als die Leiterbahn 
3. Ihre zur Lotflache 6 weisende untere Kreisring- 

70 flache ist verzinnt oder mit einer zinnhaltigen Lot- 
paste beschichtet. Der Aussendurchmesser der 
Kreisringflache ist kleiner als die Seitenlange der 
quadratischen LStfla'che 6 bzw. des in der Deckfo- 
lie 7 gebildeten Ausschnittes. Auf der Unterseite 

75 der Leiterbahn 3 befindet sich eine den Lotfluss 
verhindernde Deckfolie 9, die jedoch die zur Lotfla- 
che 6 gerichtete kreisringformige Lotflache 8 nicht 
abdeckt. Anstelle der den Lotfluss verhindernden 
Deckfolie kann auch eine Schicht aus L6tstopplack 

20 verwendet werden. 

Durch die flexible Leiterplatte 2 und die Leiter- 
bahn 3 hindurch verlauft im Bereich der LStflache 
8 und durch diese hindurch eine Kontrollbohrung 
10. Die Unterseite der den Lotfluss verhindernden 

25 Deckfolie 9 ist mit einem warmeh&rtbaren 
Kunststoff-Kleber beschichtet. 

Zum ZusammenfOgen der Verbindung werden 
die Leiterplatten 1 und 2 passgerecht aufeinander 
gedrOckt und auf beiden Seiten, zumindest aber 

30 auf der Aussenseite der Leiterplatte 1 erwSrmt. Das 
Erwarmen kann beispielsweise mit einer entspre- 
chend grossen ebenen Flache eines lotkolbenahn- 
lichen Instrumentes erfolgen. Hierdruch schmilzt 
das auf den Lotflachen 6 und 8 befindliche Zinn 

35 und verbindet die L6tflachen miteinander. Zugieich 
hartet die Klebstoffschicht 11 aus und stellt eine 
zuverlSssige mechanische Verbindung zwischen 
den Leiterplatten 1 und 2 her. Die Qualitat der 
L6tverbindungen kann optisch durch die Kontroll- 

40 bohrungen 1 0 hindurch kontrolliert werden. 

Patentanspruche 

1. Verfahren zum Herstellen elektrisch leitender 
45 Verbindungen zwischen Anschlussflachen ei- 

ner flexiblen Leiterplatte (2) und Anschlussfla- 
chen einer starren Leiterplatte (1), bei dem an 
den einander zugekehrten Anschlussflachen 
Lotflachen (6,8) ausgebildet, die Leiterplatten 
so (1 ,2) mit ihren Lotflachen (6,8) zueinander aus- 

gerichtet und unter Zwischenlage eines war- 
mehartenden Klebers (11) durch Anwendung 
von Warme und Druck miteinander verbunden 
werden, 

55 dadurch gekennzelchnet, dass 

die starre Leiterplatte (1) im Bereich ausser- 
halb der Lotflachen (6) mit einer den Lotfluss 
verhindernden Deckschicht . (7) abgedeckt wird 
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und die Lotflachen (6) dadurch in der Oberfla- 
che der starren Leiterplatte (1) versenkt ange- 
ordnet werden, und 

die flexible Leiterplatte (2) im Bereich ausser- 
halb der Lotflachen (8) mit einer den Lotfluss 5 
verhindernden Deckschicht (9) abgedeckt wird 
und die Lotflachen (8) aus der OberflMche der 
Deckschicht (9) herausragend ausgebildet wer- 
den. 

10 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass die Lotflachen (6) auf der star- 
ren Leiterplatte (1) rechteckig oder quadratisch 
ausgebildet werden. 

75 

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Lotflachen (8) auf 
der flexibien Leiterplatte (2) kreisformig ausge- 
bildet werden und der Durchmesser der kreis- 
formigen Lotfla'che (9) kleiner ist als die Sei- 20 
tenlMnge der quadratischen Lotflache (6) auf 

der starren Leiterplatte (1). 

4. Verfahren nach einem der AnsprUche 1 bis 3, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Lotfla- 25 
chen (8) auf der flexibien Leiterplatte (2) Kon- 
trollbohrungen (10) enthalten, die im wesentli- 
chen sekrecht zu den L6tflachen (8) verlaufen 

und sich durch die flexible Leiterplatte (2) hin- 
durcherstrecken. 30 

5. Verfahren nach einem der vorstehenden An- 
sprUche, dadurch gekennzeichnet, dass 
mindestens die flexible Leiterplatte (2) an der 

der starren Leiterplatte (1) zugekehrten Flache 35 
mit dem warmehartenden Kleber (11) bedeckt 
wird, der ebenfalls von der Lotflache (8) uber- 
ragt wird. 
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Fig. 2 
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